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Abstract of FR2722639 

The procedure involves establishing a connection between two printed circuits (5,6) situated on the 
opposite faces of an insulating plate (2). The procedure involves forming a hole (8) in the plate, with the 
mouths of the hole being flared to a greater diameter than the middle section. A quantity of 
polymerisable conducting material is poured into the hole, the quantity (7) being insufficient to fill the 
flared regions of the hole. The conducting material is then polymerised. The material initially protrudes 
from the hole. Pressure is applied to the protruding parts in order to flatten them into the flared regions 
of the hole. The printed circuits are finally applied to the two level faces of the board, reaching to cover 
the two sides of the filled hole. 
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(54) PROCEDE POUR ETABUR UNE U AISON ELECTRIQUE EMTRE DEUX CIRCUITS IMPRIMES SITUES SUR LES 
^ FACES OPPOSEES D'UNE PLAQUETTE, ET CARTE ELECTRONIQUE COMPORTANT UNE TELLE UAISON. 



(57) La presents Invention concerns un precede pour eta- 
DtTr una liaison electrique entre deux circuits Imp rim as (5,6) 
sltues sur les faces opposees d'une plaquette lsolante (2), 
qui consists : 

- a manager dans la plaquette (2) un trou (8) comportant 
au molns una parte termlnale evasee (9) ; 

- a deverser dans le trou (8), une quantite de matlere 
conductrlce polymerlsable (7) fnsuffisante pour rempllr 
completement fa parte termlnale evasee, la matlere 
conductrlce formant a Tissue du deversement une protube- 
rance faisant sail He hors de la parte termlnale evasee ; 

- a poly ma riser la matlere conductrlce (7) ; 

• a exercer une presslon sur la protuberance afln de 
transferer dans la parte termlnale evasee (9) la matlere 
conductrlce sltuee hors de celle-cl ; et 

- a appliquer les circuits Imprlmes (5,6) contre la matlere 
conductrlce (7) sltuee au niveau de chacune des extreml- 
tes du trou (8). 
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Procede pour etablir une liaison e lectriqu e en tre deux circuits imprimes sih,*: «,r W 
faces opposees d'une plaquette. et carte eler t ronique com no rt ant une telle jiajson 

La presente invention concerne un procede pour etablir une liaison electrique cntre 
deux circuits imprimes situes sur les faces opposees d'une plaquette en materiau isolant 

Des liaisons electriques de ce type sont relativement frequentes dans les cartes 
electroniques disponibles actuellement sur le marche, que ces cartes component un 
circuit elcctronique accessible ou non physiquemcnt de I'cxterieur. 

Les procedes utilises pour realiser ces liaisons ne donnent toutefois pas plcinemcnt 
satisfaction. lis sont en effet difficiles et couteux a mettre en oeuvre. Par ailleurs, les 
liaisons electriques qu'ils permettent d'etablir ne sont pas toujours fiables. 

La presente invention se propose plus particuherement de rcmedier a ces 
inconvenients et, pour ce faire, elle a pour objet un procede pour etablir une liaison 
electrique entre deux circuits imprimes situes sur les faces opposees d'une plaquette en 
materiau isolant, qui se caracterise en ce qu'il comprend les etapes consistant : 

- a menager dans la ; :plaquette un trou comportant au moins une partie terminale 
evasee ; 

- a deverser dans le trou, a partir de la partie terminale evasce, une quantite de 
matiere conductrice polymerisable insuffisante pour remplir completement laditc partie 
terminale evasee, la matiere conductrice ayant une viscosite predeterminee de manicre 
a former a Tissue du deversement une protuberance faisant saillie hors de la partie 
terminale evasee ; 

- a polymeriser la matiere conductrice pour la rigidifier au moins 
superficiellement ; 

- a exercer une pression sur la protuberance afin de transferer dans la partie 
terminale evasee la matiere conductrice situee hors de celle-ci, la matiere conductrice 
situee dans la partie terminale evasee definissant ainsi une surface plane de niveau avec 
la face correspondante de la plaquette : et 

- a appliquer les circuits imprimes contre la matiere conductrice situee au niveau 
de chacune des extremites du trou, cette etape pouvant etre realisec avant l'une des 
etapes precedentes. 
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Cc procede peut etre facilcment mis en oeuvre. II pcrmet cn outre retablissemcnt 
de liaisons electriques particulierement fiables, la presence d'une surface plane entre la 
matiere conductrice et le circuit imprimc adjacent autorisant retablissemcnt d'un bon 
contact entre ces elements. 
5 II evite par ailleurs que la quantite de matiere conductrice a ddverser dans Ic trou 

doive etre determinee avec precision. L'espace non rempli de la partie terminale 6vas6c 
du trou peut en ef fet servir de reserv oir tampon capable d'absorber un 6ventuel execs de 
matiere deversee. 

Lorsque le trou menage dans la plaquette a une section transversale importante et 
10 que les forces de capillarite ne sont pas suffisantes pour empecher la matiere conductrice 
de s'ecouler du cote oppose a la partie terminale evasee, il est souhaitable de diposer 
la plaquette sur un support plan avant d'effectuer le deversement. 

Afin de pouvoir separer facilement la plaquette et le support plan a Tissue du 
deversement, une couche de materiau antiadhesif peut avantageusement etre interposcc 
15 entre la matiere conductrice et le support plan. 

Lorsque le trou comporte deux parties terminales evasies, Tune sup£rieure et 
1'autre inferieure, il est souhaitable que la matiere conductrice deversee ne rcmplissc pas 
completement ces deux parties. Grace a cette disposition, la quantite de mati&re 
conductrice deversee n f a pas en effet a etre determinee avec precision, ce qui permet des 
20 gains de temps appreciates et des investissements moindres. 

Afin d T accelerer encore la mise en oeuvre du procede selon 1'invention, il est 
souhaitable de chauffer la matiere conductrice au niveau de la partie terminale evasee 
inferieure pour la durcir au moins superficiellement, le chauffage ctant effcctu6 soit 
directement soit par Tintermediaire du support plan chauffe. 
25 La matiere conductrice, une fois durcie superficiellement, empeche la matiire 

encore fluide de s'ecouler hors du trou; ce qui permet de transferer sans tarder la 
plaquette vers le poste de traitement suivant. 

Selon un mode de mise en oeuvre particulier du procede conformc a Finvcntion, 
l'application des circuits imprimes contre la matiere conductrice est cffcctucc cn rfalisant 
30 d'abord lesdits circuits imprimes sur deux plaques en materiau isolant, puis en fixant ces 
demieres contre la plaquette. 
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Selon cc mode de mise en oeuvre, la prcssion sur la protuberance est exercee par 
la plaque correspondante tors de sa fixation contre la plaquette. 

La presente invention concerne egalement les cartes electroniques comportant une 
plaquette en materiau isolant et deux circuits imprimes situes sur les faces opposecs de 
la plaquette, et dans lesquellcs les deux circuits imprimes sont relies par une liaison 
electrique etablie par la mise en oeuvre du procede presente ci-dessus. 

On notera ici que les cartes electroniques conformes a 1'invention sont des cartes 
comportant un circuit electronique accessible ou non physiquement depuis l'exterieur. 

Un mode de mise en oeuvre du procede conforme a I'invention sera decrit ci- 
apres a titre d'exemple nullement limitatif en reference au dessin annex6 dans lequcl : 

- la figure 1 est une vue en coupe schematique et partieUe d'une carte 
electronique obtenue par la mise en oeuvre du procede selon I'invention ; et 

- les figures 2 a 4 sont des vues en coupe schematiques et partielles destin6es a 
illustrer la mise en oeuvre de ce procede. 

La carte electronique qui est representee en coupe schematique et partieUe sur la 
figure 1 comprend un corps 1 constitue d'une plaquette intermediairc 2 rcalisee en un 
materiau isolant et de deux: plaques extcmes 3, 4 egalement en materiau isolant, fixecs 
par collage ou thermoscellage contre les grandes faces de la plaquette 2. 

Elle comprend egalement deux circuits imprimes 5, 6 s'etendant le premier entie 
la plaquette 2 et la plaque 3 et le second entre la plaquette 2 et la plaque 4. Ces deux 
circuits imprimes, qui font partie du circuit electronique (non represente) de la carte, 
sont relies electriquement par une matiere conductrice 7 disposee dans un trou 8 menag6 
dans la plaquette 2. 

Le trou 8 comporte deux parties terminals evasees 9 reliees entre elles par une 
partie centrale 10 presentarit un retrecissement dans sa partie mediane. 

La matiere conductrice 7 est de preference constitute par une encre ou une colle 
conductrice polymerisable. Elle definit deux surfaces planes 11 situees dans le plan des 
grandes faces de la plaquette 2 et ne remplit pas entierement les parties tcrminales 
evasees 9 du trou. 

Grace a la configuration particuliere du trou 8 et des surfaces planes 11 de la 
matiere conductrice 7, la liaison electrique entre les circuits imprimes 5 et 6 est 
particulierement resistante et sure. 
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On va maintenant decrire un mode de misc en ocuvre particulier du proc£d£ 
permettant d'etablir cette liaison. 

Tout d'abord, on realise un per^age cylindrique 12 dans la plaquettc 2, commc 
represente sur la figure 2, apres quoi, on evase les parties terminales du pergage 12 de 
5 fa^on a former le trou 8 et ses deux parties terminales 9 qui ont la forme d'cntonnoir 
representee sur la figure 3. 

L'opcration d'evasement s'accompagne du refoulement de la matiere situdc au 
niveau des parties terminales du pergage 12 vers la partie centralc de cc dernier, laquellc 
se deforme pour adopter un profil semblable a celui represente en 13 sur la figure 3. 
10 On notera ici que le pergage 12 et 1'evasement des parties terminales de cc dernier 

sont realisables avec des outils de poingonnage classiques. 

Les deux operations ci-dessus ont ete realisees Tune apres Tautre, mais il va de 
soi qu'elles pourraient Tetre simultanement a 1'aide d'outils de poingonnagc appropri6s. 

En variante, les operations d'evasement pourraient etre realisees par fraisage, 
15 auquel cas la partie centrale du trou 8 resterait cylindrique. 

On depose ensuite la plaquette 2 sur un support plan 14 dont la face sup6rieure 
a ete prealablement recouverte d'unc couche de materiau antiadhcsif 15, commc 
represente sur la figure 4, apres quoi I 'on- de verse la matiere conductrice polym6risablc 

7 dans le trou 8. 

20 Le support plan 14 peut avantageusement etre chauffe afin que la raatidrc 

polymerisable, en venant au contact du materiau antiadhesif 15, se rigidifie relativemcnt 
rapidement et forme un film mince 16 destine a Tempecher de s'ecouler par la partie 
terminale evasee inferieure 9 au cas oil Ton enleverait trop tot la plaquettc 2 du support 
plan 14. 

25 On notera ici que la matiere conductrice 7 a un volume inferieur a cclui du trou 

8 afin de ne pas remplir entierement la partie evasee superieure 9 de cc dernier et qu'elle 
presente une viscosite telle qu'elle forme, a Tissue du deversement, unc protuberance 17 
faisant sail lie au-dessus de la face superieure de la plaquette 2, commc reprcscntd sur 
la figure 4. 

30 On polymerise maintenant la matiere conductrice afin de la rigidificr, sa 

polymerisation pouvant etre realisec soit en laissant la plaquette 2 pendant unc pcriodc 
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de temps predeterminee au contact du support plan 14 que Ton a chauffc a cet effet, soft 
en transferant la plaquette 2 dans un four de polymerisation. 

Grace a la couche de materiau antiadhesif 15 deposee sur le support plan 14, la 
matiere conductrice 7 ne risque pas de coller a ce dernier lors de I'cnlevement de la 
plaquette 2. 

On realise ensuite les circuits imprimes 5 et 6 sur les plaques 3 et 4 
rcspectivement, par gravure, serigraphie ou tout autre technique connuc, aprcs quoi i'on 
fixe les plaques 3 et 4 contre la plaquette 2 en veillant a ce que les circuits imprimis 
5 et 6 soient toumes vers cette derniere. 

Pendant la fixation, la plaque 3 exerce une pression telle sur la protuberance 17 
que la matiere conductrice faisant saillie sur la face superieure de la plaquette est 
refoulee dans la partie evasee superieure 9 du trou 8, comme represente sur la figure 1. 

On notera ici que la fixation des plaques 3 et 4 contre la plaquette 2 peut etre 
realisee par collage, thermoscellage ou route autre technique connuc d'assemblage 
d'elements en matiere plastique. 

Des modifications pourraient etre apportees au precede qui vient d'etre decrit sans 
que I'on sorte pour autant du cadre de la presente invention. Ainsi, la partie terminale 
inferieure du trou 8 pourrait nc pas etre evasee. 

Par ailleurs, on pourrait renoncer a deposer la plaquette 2 sur lc support plan 14 
a condition que la matiere conductrice 7 deversee dans le trou 8 presente une viscositc 
suffisante pour former, au niveau de la partie evasee inferieure 9 une protuberance ayant 
un volume inferieur a celui de cette partie evasee. Dans ce cas, la matiere conductrice 
faisant saillie sur la face inferieure de la plaquette 2 serait refoulee dans la partie 6vasee 
inferieure 9 par la plaque 4 lors de la fixation de cette derniere centre la plaquette 2. 

D'autre part, les circuits imprimes 5 et 6 pourraient etre realises sur les faces 
opposees de la plaquette 2 plutot que d'etre realises sur les plaques 3 et 4. 

Par ailleurs, en l'absence du support plan chauffant 14, le film mince 16 pourrait 
etre realise sous l'infiuence d'un apport de chaleur assure par un systeme de chauffage 
sans contact, par exemple par une source de rayonnement infra-rouge. Dans ce cas, ce 
film mince 16 empecherait la protuberance inferieure de maticre conductrice de tomber. 
Le support plan 14 pourrait enfin etre constitue par la plaque inferieure 3 elle- 

meme. 
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REVINDICATIONS 

1) Procede pour etablir une liaison electrique entrc deux circuits imprimes (5, 6) situ6s 
sur la faces opposees d'une plaquette (2) en materiau isolant, caracterise en cc qu'il 
comprend les etapes consistant : 

- a menager dans la plaquette (2) un trou (8) comportant au moins unc panic 
terminale evasee (9) ; 

- a deverser dans le trou (8), a partir de la partie terminale evas€e (9), unc 
quantite de matiere conductrice polymerisable (7) insuffisante pour rcmplir 
complement ladite partie terminale evasee, la matiere conductrice ayant unc viscositl 
predeterminee de maniere a former a Tissue du deversement une protuberance (17) 
faisant saillie hors de la partie terminale evasee ; 

- a polymeriser la matiere conductrice (7) pour la rigidificr au moins 
superficiellement ; • 

- a exercer une pression sur la protuberance (17) afin dc transfircr dans la partie 
terminale evasee (9) la matiere conductrice situee hors dc celle-ci, la matifcre 
conductrice situee dans la partie terminale evasee definissant ainsi une surface plane (11) 
de niveau avec la face correspondante dc la plaquette (2) ; et 

- a appliquer les circuits imprimes (5, 6) contre la matiere conductrice (7) situee 
au niveau de chacune des extremites du trou (8), cette derniere ctape pouvant ctre 
realisee avant Tune des etapes precedente:s. 

2) Procede selon la revindication 1, caracterise en ce qu'il consiste a ddposcr la 
plaquette (2) sur un support plan (14) avant de deverser la matiere conductrice (7), dc 
maniere a obturer Textremite du trou (8) qui est opposee a la partie terminale cvas£e (9). 

3) Procede selon la revindication 2, caracterise en ce qu'il consiste a intcrposcr 
une couche de materiau antiadhesif (15) entre le support plan (14) ct la matifcrc 
conductrice (7). 

4) Procede selon Tune quelconque des revindications precedentes, caracterise cn 
ce qu'il consiste a deverser dans le trou (8), lorsque celui-ci comporte deux parties 
terminales evasees (9), Tune superieure et Tautre inferieure, une quantite de matiere 
conductrice (7) insuffisante pour remplir completement les deux parties terminales 
evasees (9). 
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5) Procede scion la revendication 4, caracterise en cc qu'il consistc a chauffer la 
matiere conductrice (7) au niveau de la partie terminale evasee inttricure (9) pour la 
durcir au moins superficiellement. 

6) Procede selon la revendication 5, caracterise en ce que Ic chauffage de la 
matiere conductrice (7) est assure par Ie support plan (14) chauffc. 

7) Procede selon Tune quelconque des revindications precedentes, caracterisi en 
ce que pour appliquer les circuits imprimes (5, 6) contre la matiere conductrice (7), on 
realise lesdits circuits imprimes sur deux plaques en materiau isolant (3, 4) et Von fixe 
ces deux plaques contre la plaquette (2) ? lesdits circuits etant tournes vers ccttc dcrnifere. 

8) Procede selon la revendication 7, caracterise en ce que la prcssion sur la 
protuberance (17) est exercee par la plaque correspondante (3), lore de sa fixation contre 
la plaquette (2). 

9) Carte electronique comportant une plaquette en materiau isolant (2) et deux 
circuits imprimes (5, 6) situes sur les faces opposees de la plaquette, ces deux circuits 
imprimes etant relies par une liaison electrique realisee par la mise en oeuvrc du proc£d£ 
selon Tune quelconque des revindications precedentes. 
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